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Stoffliche Eigenschaften einbeziehen

209 strukturell ahnliche Einzelverbindungen

niedriger Dampfdruck (Sp 340 - 375 °C)

nicht brennbar, stabil, persistent

1111

olartige Fliissigkeit (lipophil)

gute Dielektrizitat
Ahnlichkeit zu Dioxinen: Copl

. Pyrolyse zu Dibenzodioxinen u. —furanen
—

PCB - chlororganisches Molekiil == WESSLING
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PCB Nr. 52: 2,27 ,4,5 Tetrachlobiphenyl
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PCB in DeutSChIand (Zwiener, Asbestforum 2016) —-‘WESSLING

- Produktion 1929 - 1983: 85.000 t
Hauptverwendung 1955 bis 1975

. ca. 25.000 t PCB in offenen Anwendungen
. in Westdeutschland
. 20.000 t in Fugenmassen

. noch vorh. 50 - 80 %
. ca.7 - 12 t/a Emission (UBA-Bericht 115/2015)
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. Hinweis:
. PCB = POP-Stoff
. Eintrag liber Futteroberflachen moglich
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Problemstellung PCB

Warum sind PCB s noch offen vorhanden?

. Eingreifwert 3000 ng/ m3 oft nicht erreicht
. Zielwert 300 ng/m3 relativ anspruchsvoll und daher

. vollstiandige Sanierung oft sehr umfassend
(,Rohbau™)

. »Knackpunkt™: PCB in verdeckten Quellen

> Verdeckte Primarquellen

> ausgedehnte Bauteil-Luftraume mit
Sekundarquellen

> Materialpenetrationstiefe (Reinigungsproblem)

PCB Sanierungsbeispiel == WESSLING
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PCB in Raumluft ,,Fassadenplatten™

PCB - Sanierungsbeispigs

« Anlass: Korrosion der
Fassadenplatte

+ sodann: Fugenmassen
belastet

« daher: innere
Belastungen belassen

+ Folge: Rekonstitution
der Raumbelastung zu
neuen Gleichgewichts-
verteilung (sekundare
Quellen)

Karradierte DURISOL-Fassade an einem Schulgebiud
gesichert; Fugendichtstoff mit PEB-Anteilen
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Sanierung schwerfliichtige PCB
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PCB in Raumluft ,,Estrichfarbe" - einfache Aufgabe




PCB Sanierungsbeispiel == WESSLING
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PCB in Raumluft: ,,Kreisschule"
——--- lanafristines Monitoring |
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—ng PCB / m3 RI

PCB Sanierungsbeispiel

3000

2500 Fugenmassen um 3 %
Sanierung nur 90% der Fugen zuganglich
z.B. Waschbeton sekundar 500 mg/kg
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Flure vor ... nach Sanierung

PCB in Raumluft: ,,Schule

GS-Sud"

PCB Sanierungsbeispiel == WESSLING
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PCB in Raumluft ,,verdeckte Quellen"

PCB Sanierungsbeispiel == WESSLING
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PCB - Raumlufteinfliisse ~Rangfolge == WESSLING

Kongenerenverteilung (Fliichtigkeit)
Material Belastungshéhe

FlachengréBe und Raumbezug

Witterungsbedingungen/Baukorper-
temperatur/T-Gradient
nach innen abnehmend

Raumparameter (Heizun

Liiftung
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PCB Sekundarbelastungen ubersicht

Holzvertéfelung

Gummidichtungen u.a. Glasfugen

Einrichtungen

Wohntextilien alousien
Olbinder Wandfarben
- y T.
g =
Fugenfullschéur/ne und -oberfldchen Bodenbelage
Fugenflanken/und Ersatzmassen
[r——— —

PCB Primdrvorkommen uUbersicht

=== WESSLING

ife

Imprégnierunge&n Holz,
Schaldle Beton
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Fugenmassen, Rghmen-, Glasfuge

Buntsteinputz

dunklungen
Fassadenisoligrungen
Raumteiler
Bodenbelagsklebgr
Fugenmassen d odenbeschichtung Epoxi
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beurteilen
Kammerwandsenke
beachten

PCB Emissionspriifung an Einrichtungen—— WESSLING




Fassadenfugen - 1. Eindruck === WESSLING Fassadenquerschnitt — == WESSLING
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[ — _ : intensive Priifung

innen

innen

PCB Belastung - )

sichtbare F ' e PCB Belastung gesamter
i re Fugen

Fugenverlauf

Fassadenquerschnitt == WESSLING
| —
Fugen-Kontaktflanken
« PCB © i
sekundadre ¢ Fugenspalt gesamt
Belastung im
gesamten e Fassadenraum
Fugenverlauf .
e Isolierschaum

¢ Kunststoffe (Kabel,
° Kanadle)

e Neben-Fugenmassen

und -profile
o Fassade
e Fensterrahmen

) Glasfuae

T e




PCB-Belastungen gesamt Fassade == WESSLING

’ innen

e PCB-Fugen, sichtbar

e PCB-Fugen, nicht sichtbar

hohe, sekundare PCB-Belastun

Weitere PCB Primarvorkommen = WESSLING

Fassade

Quality of Life

— e Kondensatsperre
(Beschichtung mit Epoxi u.a.)
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Weitere PCB-Quellen Fassade === WESSLING
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PCB Belastung
Antidrohnmasse / -
fuge

innen
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PCB-Vorkommen, varianten, Fassade @ —= WESSLING

e PCB Fugenmasse
/- verlorene Fugenmasse

innen

Weitere PCB-Quellen Fassade ==WESSL G

e PCB Fugenmassen Fensterrahmen
e Rahmenfugen
e Glasfugen

innen

-

Weitere PCB-Quellen Fassade == WESSLING

e PCB Fugenmasse Uberdeckungen
o KS-/ Klinker-Wandschalen
e Styroporplatten / Sandwich Faserplatten, Alu
¢ Heizkorper und - Verkleidungen
¢ Blech- und Kunststoffkandle (Installation)
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PCB Fugenmasse, Bauteildetails




PCB Belastungen, typlsche Vertellungen
. Materialien pri %
. Kontaktmigrati

Tiefendiffusiop

. ‘Materialfeuchte

ekundar- 0,1% bis < 30 mg/kg
aub, Oberflachenverteilu®#§g§19/2012

Tiefendiffusion — KoNMGSRE enverteilung, Porositéat

- == WESSLING
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Erfahrungswerte

Fugenmassenwirkung au3en 1/3 bis 1/10
Luftwege,
Temperatur (Sonnenseite)
Fliichtigkeit
Mengen

Rekonstitution durch AuBBenfugen
-> Fugenspalt iiber 10 000 ng/m3,
-> neue Fugenmassen 1 000 bis max. 10 000 mg/kg

Fassaden spater Einfluss
vor > 1000 ng/m3 - nach Sanierung 300 -500 ng/m?3
vor > 2000 ng/m3 - nach Sanierung 500 - 1000 ng/m?3

—

PCB-Belastungen in Gebiuden, == WESSLING
Erfahrungswerte

. Primarquellen
Produkte, denen PCB gezielt zugesetzt wurde, PCB-
Gehalt > 0,1 % (1.000 mg/kg)

- Ubergangsbereich
Fugenzwischenraume mit 5 - > 10 000 mg/kg

. Sekundadrquellen
PCB Ubertrag (Raumluft bzw. Staub) ii. lange Zeit
und mach Affinitat (Lipophil)PCB-Gehalt eher > 1 %
(10 000 mg/kg)

—

Wand Bohrkern porositiit veranschaulichend




KMF - Akustikdecke Staubablagerungen

PCB - Sanierungsverfahren u. Hinweise == WESSLING

o Entfernen
Fugen mit Klinge - Vollstandigkeit, Direktabsaugung
Kalteversprodung — Stickstofftanks, Atemluftverdrangung
MeiBeln - grobes Kantenbild
Flexen mit Abstand - Hitzeentwicklung, Betonarmierungsdeckund
Wande mit Partikel- o. Dampfhochdruckstrahlen - Ausgasung
Abbeizen — Losem. nicht mehr zuldssig
Div. Einbauten und Beldage durch Demontage — Quellstadrke priifen|

. Beschichten

Fugensdaume mit Kunstharz - Fugenspalttiefe erfassen?

Wande mit Latex, Acryl, Epoxi u.a. - Schichtdicke, Migrationszeit
A-Kohle Tapete — Durchbruch, Preis

Fugen-Alubandabdeckung - Dichtigkeit, Aufwand, Haltbarkeit

. Reinigen

Bereich mit Tensiden - visuelle Kontrolle, Wischpriifung, Eimer
Nebenvolumen mit Ausgasung — Rohbau oder Nachgang

Hochdruckstrahler — Zerstorungen, Kosten, ff Entwicklungen

—
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PCB - Erhebungsaufgaben

Hohlrdaume %
Fugenspalten,
Estrich,
hohle Belagskleber (Zz

oder Batzen)

Bausystemabweichungen
@ an Gebiudekanten, Dehnungsfugen, Treppenhiuser,...)

Sanierungen und Umbauten
neue Materialien sekundér belastet
Uberschichtungen

Isoliermaterial u.a. lipophile Ausbauten
KMF mit Vernetzungsharzen
PU-Schaum- oder Styroporlagen
PU-Stopfschniire (tief gelegen)

PCB Kongenerenmuster [%-Verteilung] == WESSLING
———
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Fazit PCB
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Offene PCB - POP- Emission 10.000 t/a

Hoher Eingreifwert (< 3000 ng/m3)

Uberdeckung mit WDV-Fassaden entstehen
Sanierungen sind oft teuer, oft nicht

zielfiihrend

. Verdeckte Quellen

. Priifungen intensivieren

. mehr investieren
- oder Teilsanierungen akzeptieren

. oder PCB nicht bearbeiten?
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